
一、功能要求：对物质成分进行分析、判定。 

 

二、技术要求 

1 光谱仪主机 

1.1 要求仪器具有高度整体性，激光器，光谱仪，显微镜，CCD 探测器等均集成在同

一主机内，以保证仪器短期及长期稳定性。 

1.2 # 要求仪器采用长焦长光谱仪，焦长≥250mm（提供技术证明文件，重点验收指

标）。 

1.3 #光谱采集模式（≥4 种）：单窗口数据采集，多窗口连续数据采集（无缝接谱），

多窗口断续数据采集，连续扫描（提供技术证明文件，重点验收指标）。 

1.4 #整机自动化操作，包括自动切换激发波长，自动切换光栅，自动调节针孔，自

动调节狭缝，自动批处理操作，自动校准，自动强度校正（提供技术证明文件，

重点验收指标） 

1.5 #软件控制，自动切换四个激发波长（包括激光光路，共焦光路，拉曼光路等），

无需手动切换或更换任何光学元件（提供技术证明文件，重点验收指标）。 

2 光谱仪 

2.1 #光谱分辨率： 

≤0.65cm-1（585nm FWHM）。 

测试条件（重点验收指标）：585nm氖灯线半高宽，≤1800刻线光栅，≥30um针

孔（狭缝）宽度。 

≤0.35cm-1（837nm FWHM）。 

测试条件（重点验收指标）：585nm氖灯线半高宽，≤1800刻线光栅，≥30um针

孔（狭缝）宽度。 

2.2 灵敏度：硅三阶峰的信噪比≥20:1，并能观察到四阶峰。 

测试条件（重点验收指标）：测量Si（111）三阶峰，采用532nm激发，总积分时

间≤300s。 

2.3 光谱稳定性：≤±0.02cm-1。 

测试条件（重点验收指标）：测量Si 520cm-1拉曼峰，采用532nm激发，10次连续

测量，峰位变化≤±0.02cm-1。 

2.4 光谱重复性：≤±0.02cm-1。 



测试条件（重点验收指标）：测量Si 520cm-1拉曼峰，采用532nm激发，10次连续

测量，光谱范围100-4000cm-1，峰位变化≤±0.02cm-1。 

2.5 光栅：采用等离子刻蚀全息技术，尺寸：≥76mm×76mm。 

2.6 光谱仪平场校正，焦平面≥30mm，配置≥1024 像素 CCD 芯片，无边缘畸变。 

2.7 非球面大尺寸反射镜，消象散色差，软件控制自动切换激发波长。 

2.8 TE 制冷-60 摄氏度 CCD 探测器，1024×256 像素。 

3 开放式显微镜 

3.1 显微镜底座可拆卸可调节，提供足够的空间适合搭建原位装置。 

3.2 聚焦样品移动物镜，不调样品台，保证稳定性。 

3.3 配置摄像机：采用彩色 CMOS 芯片，≥5 百万像素，同时观测样品和激光，软件

控制自动切换显微像和拉曼测量。 

3.4 平场消色差物镜（支持明暗场）：5X，10X，50X 长焦，100X。 

3.5 #全光谱反射式物镜，光谱范围：200-5000nm，NA=0.65（提供技术证明文件，重

点验收指标）。 

3.6 反射和透射科勒照明。 

3.7 反射和透射暗场照明。 

4 共焦耦合光路 

4.1 #双共焦耦合光路，软件控制，自动切换（提供技术证明文件，重点验收指标）。 

4.1.1 消色差透镜共焦：光谱范围 400-700nm。 

4.1.2 消色差反射镜组共焦：光谱范围 200-2200nm。 

5 激光器 

5.1 325nmHeCd 气体激光器，功率≥25mW。 

5.2 325nm 干涉滤光片和两个 Edge 滤光片，低波数到 150cm-1。 

5.3 #  PL 光谱范围：330-700nm。 

5.4 532nm 单纵模固体激光器，功率≥100mW。 

5.5 532nm 干涉滤光片和两个 Edge 滤光片，低波数到 50cm-1。 

5.6 633nmHeNe 气体激光器，功率≥17mW。 

5.7 633nm 干涉滤光片和两个 Edge 滤光片，低波数到 50cm-1。 

5.8 785nm 固体激光器，线宽≤0.005cm-1，功率≥100mW。 

5.9 785nm 干涉滤光片和两个 Edge 滤光片，低波数到 50cm-1。 



5.10 所有激光器低波数均为重点验收指标，提供技术证明文件。 

6 XYZ 高精密自动平台 

6.1 XY 扫描范围：X≥75mm，Y≥50mm，Z≥20mm。 

6.2 采用闭环控制 XY 移动，保证重复性。 

6.3 # XYZ 最小步进：≤50nm（提供技术证明文件，重点验收指标）。 

6.4 可扩展显微镜白光成像范围，拼接白光成像。 

6.5 自动拉曼聚焦。 

7 激光束扫描成像 

7.1 采用压电控制双振镜扫描。 

7.2 # 实现样品不动，激光束扫移动扫描成像，保证光束在扫描范围内无偏离（提供

技术证明文件，重点验收指标）。 

7.3 #最小步进：≤50nm（提供技术证明文件，重点验收指标）。 

8 超快速成像模块 

8.1 软件控制，自动选择普通模式和超快速成像模式，无需更换光学元件和调整仪器。 

8.2 集成拉曼软件包，包括实时数据采集，处理，显示等功能，可针对特定拉曼峰位，

半高宽，强度，峰面积，全谱 modeling 分析等进行成像。 

8.3 适用于所有激发波长。 

8.4 #成像速率≤10ms/光谱（重点验收指标：扫描一定区域，总时间/总光谱数≤

10ms）。 

9 3D 成像模块 

9.1 3D 方式显示 2D 图像，包括对图像进行旋转、放大、照明及色阶调整等。 

9.2 3D 逐层扫描成像，切片三维重构。 

9.3 3D 方式显示 XYZ 三维体成像，包括对图像进行旋转、放大、滤色、透明度调节

及截面显示等。 

10 光电流成像模块 

10.1 采用激光聚焦样品，自动记录电流电压数值。 

10.2 软件自动绘制光电流成像。 

10.3 #样品不动（因样品动会干扰光电流的若信号获得），同时获取拉曼光谱成像和光

电流成像（提供技术证明文件，重点验收指标）。 

10.4 配置光电流测试源表。 



11 反射光谱成像模块 

11.1 光谱范围：400-1000nm。 

11.2 独立连续光谱光源，1 台。 

11.3 配置分束器等必须的光学元件。 

12 表面形貌成像附件 

12.1 逐层扫描成像三维重构。 

12.2 可对表面不平整样品进行显微表面形貌成像。 

13 不规则表面成像附件 

13.1 自动定位不同样品点 XYZ 三维坐标。 

13.2 快速到表面形貌进行拉曼光谱成像。 

14 计算机及软件：  

14.1 主流机型：i7 中央处理器，主频≥3.4GHz，≥16G 内存，≥2T 硬盘，16X 刻录机，

23 英寸显示器，Windows10 64 位操作系统。 

14.2 专业拉曼光谱采集和处理软件包（在线 1 个，离线 20 个）- 包括仪器控制，数据

采集、计算和处理及曲线拟合等各项功能。 

14.3 数据采集：包括单点光谱采集；自动多点光谱采集，多维度 mapping 成像：1D

（线，时间，温度，压力等）；2D（XY 表面，XZ/YZ 切片等）；3D（XYZ 立体），超

快速成像等。 

14.4 数据处理：包括实时荧光校正，降噪，去背景，平滑等。 

14.5 数据分析：峰位拟合，CLS 峰位拟合，成像分析等。 

14.6 #光谱软件权限控制：可建立多用户权限，如管理员，专家，实验员等，保证后

台操作不被轻易篡改（提供技术证明文件，重点验收指标）。 

14.7 自动编程功能：具有用户自动化编程方法，可保存实验条件等，一键调用实验条

件。 

15 光学平台 1.8*1.5 米 1 台 

16 UPS 电源 1台 

17 除湿机 1台 

 

三、售后服务要求 

1. 供货商在国内设有售后服务中心和应用支持中心，设有备件库。 

2. 保修期：仪器保修期应自安装验收通过之日起两年（可见激光器 2 年，紫外激光器 1 年）。



在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。仪器出现

故障时，厂家必须在收到用户正式通知后的 24 小时内响应；如需现场服务，厂家需在 3 日

内派出维修人员到达用户现场进行维修服务。保修期满后，厂家需提供终身维修服务，并保

证零配件六折提供（含激光器）。 

3. 培训 

3.1 供货商有义务为用户提供仪器使用培训和应用培训，培训费用由供货商承担。 

3.2 仪器使用培训的内容包括：仪器的使用操作、日常的维护保养及简单的故障维修，使用

户能够独立使用和获取正确的数据。 

3.3 应用培训的内容需根据用户具体样品情况安排有针对性的应用培训。 

 

四、验收要求 

1、安装前，用户单位对货物的品牌、数量、包装等方面进行验收。供应商提供的所有单独

包装的货物均应具有原始的完好的标准包装。如遇交付前已拆封的货物，用户单位有权拒绝

或要求更换，海关商检抽查开箱的情况除外。 

2、根据采购要求免费进行设备安装、调试后，由用户单位进行使用性能方面的验收。 

3、设备的性能应符合投标人应答文件中承诺的技术指标。 

 

五、其他要求 

1、采购数量：1 套 

2、交货时间：签订合同后 5 个月 

3、交货地点：北京师范大学 

 


